附件1：LED企事业单位调查表

调查表一：LED外延生长/芯片制造企事业单位调查表

	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电话
	

	单位负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	
	
	电子邮件
	

	
	
	传真
	

	单位注册日期
	
	所在高新技术产业园
	

	单位注册资金
	万元/万美元
	是否为高新技术企业
	□ 是      □ 否

	单位性质
	□ 内资  □ 合资  □ 外资  □ 股份制  □ 民营  □ 事业  □ 其他

	股权结构
	股东名称（前五位）
	持股比例（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	职工总数
	
	其中技术

人员总数
	

	职工学历构成
	大专及以下
	
	本科
	
	硕士
	
	博士
	

	职工人员构成
	管理人员数
	
	研发

人数
	
	市场推

广人数
	
	其他

人数
	

	已建成生产线
	数量

（条）
	
	投产

日期
	
	规划产能
	万片/月（2英寸片）

	
	
	
	
	
	实际产能
	万片/月（2英寸片）

	在建生产线
	计划建成日期
	
	规划产能
	万片/月（2英寸片）

	规划建设生产线
	计划建成日期
	
	规划产能
	万片/月（2英寸片）

	在建项目规划投资
	万元/万美元
	实际投资
	万元/万美元

	在建项目资金来源
	□企业自筹（  %） □银行贷款（  %）  □投资项目（  %） □其他（  %）

	产品类型
	□ 蓝光    □ 绿光    □ 红光    □ 黄/橙光    □ 其他

	技术来源

（请选择并说明）
	□ 自主创新

□ 国内高校、科研院所

□ 国外引进，其中   □ 购买   □ 授权

□ 其他

	红、橙光材料
	□ 二元系    □ 三元系     □ 四元系     □ InP    □ 其他

	蓝光芯片衬底
	□ 蓝宝石      □ SiC      □ 硅      □ 其他

	外延工艺
	□ 缓冲层      □ 图形衬底     □ 其他

	外延片来源
	□ 自产（占     %）□ 国内（占     %）       □ 国外（占     %）

	芯片制造技术
	□ 衬底激光剥离  □ 表面粗化或纹理化  □ 倒装芯片 □ 光子晶体

□ 氧化铟锡（ITO） □ 金属垂直光子结构（MVP）   □ 其他

	蓝光芯片

光电转换效率
	
	绿光芯片

光电转换效率
	

	红光芯片

光电转换效率
	
	橙光芯片

光电转换效率
	

	功率芯片成品率

（功率1W以上）
	□ 70%以下    □ 70%以上    □ 80%以上    □ 90%以上

	小功率芯片成品率

（功率1W以下）
	□ 70%以下    □ 70%以上    □ 80%以上    □ 90%以上

	产品种类
	□ 小功率芯片（占总销售额比重     %）  □ 功率芯片（占总销售额比重     %）

	功率蓝光芯片封装成白光器件的光效
	□ <80lm/W   □ >80lm/W   □ >90lm/W   □ <100lm/W   □ >100lm/W

	MODVD设备
	已有台数/

制造商/规格
	
	计划购买台数/制造商/规格
	

	年份
	产量

（万片）
	外销比（%）
	年份
	销售额

（万元）
	外销比（%）

	2006年
	
	
	2006年
	
	

	2007年
	
	
	2007年
	
	

	2008年
	
	
	2008年
	
	

	2009年
	
	
	2009年
	
	


调查表二：LED器件封装、LED产品应用企事业单位调查表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	 

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电话
	

	单位负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	
	
	电子邮件
	

	
	
	传真
	

	单位注册日期
	
	所在高新技术产业园
	

	单位注册资金
	万元/万美元
	是否为高新技术企业
	□ 是       □ 否

	企业性质
	□ 内资 □ 合资 □ 外资    □ 股份制 □ 民营  □ 事业  □ 其他

	股权结构
	股东名称（前五名）
	持股比例（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	职工总数
	
	其中技术人员总数
	

	职工学历构成
	大专及以下
	
	本科
	
	硕士
	
	博士
	

	职工人员构成
	管理人员数
	
	研发

人数
	
	市场推

广人数
	
	其他

人数
	

	技术来源

（请选择并说明）
	□ 自主创新   

□ 国内高校、科研院所

□ 国外引进，其中   □ 购买   □ 授权

□ 其他情况

	业务领域
	□ LED器件封装           □ LED产品应用

	年份
	2006年
	2007年
	2008年
	2009年

	销售额（万元）
	
	
	
	

	其中封装业务
	
	
	
	

	外销比重（%）
	
	
	
	

	请根据从事业务领域填写子表

子表1   LED器件封装业务

	已建成生产线
	数量

（条）
	
	投产

日期
	
	规划产能
	万颗/月

	
	
	
	
	
	实际产能
	万颗/月

	在建生产线
	计划建成日期
	
	规划产能
	万颗/月

	规划建设生产线
	计划建成日期
	
	规划产能
	万颗/月

	在建项目规划投资
	万元/万美元
	实际投资
	万元/万美元

	在建项目资金来源
	□企业自筹（  %） □银行贷款（   %）□投资机构（   %）□其他（   %）

	器件封装形式
	□Lamp-LED       □TOP-LED          □Side-LED

□SMD-LED        □High-Power-LED   □Flip Chip   □其他

	芯片主要来源
	□ 国内 （占比重       %） □ 国外 （占比重       %）

	蓝光功率型LED器件封装成白光光效
	□ <80lm/W   □ >80lm/W   □ >90lm/W   □ >100lm/W

	产品类型
	□ 小功率芯片封装                占总销售额比重（    ）%

□ 功率芯片封装                  占总销售额比重（    ）%

□ 激光器                        占总销售额比重（    ）%

□ 不可见光器件（红外、紫外）    占总销售额比重（    ）%

	实现白光方式
	□ 三基色芯片   □ 蓝光+荧光粉      □ 紫光/紫外+荧光粉

	主要使用的国产

封装、测试设备
	□ 裂片机   □ 划片机    □ 贴片机   □ 封装点胶机

□ 焊线机   □ 塑封机    □ 测试仪器 □ 分选机

□ 灌胶机   □ 老化设备  □ 其他

	主要使用的国外

封装、测试设备
	□ 裂片机   □ 划片机    □ 贴片机   □ 封装点胶机

□ 焊线机   □ 塑封机    □ 测试仪器 □ 分选机

□ 灌胶机   □ 老化设备  □ 其他

	子表2   LED产品应用业务

	器件主要来源
	□ 国内 （占比重       %） □ 国外 （占比重       %）

	主要产品
	2009年产量（请选择合适单位）
	外销比重（%）

	□ 指示信号
	
	

	□ LED显示屏
	
	

	□ 小尺寸液晶屏背光源
	
	

	□ 笔记本、显示器背光源
	
	

	□ 液晶电视背光源
	
	

	□ 景观照明
	
	

	□ 特种照明(其中，□矿灯  □应急灯  □手电筒  □汽车  □医疗  □ 航天)
	
	

	□ 通用照明（其中，□室内照明灯具  □室外照明灯具  

□LED路灯  □隧道灯）
	
	


调查表三：LED专用设备、测试仪器制造企事业单位调查表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	 

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电话
	

	单位负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	
	
	电子邮件
	

	
	
	传真
	

	单位注册日期
	
	所在高新技术

产业园
	

	单位注册资金
	万元/万美元
	是否为高新技术企业
	□是   □否

	企业性质
	□ 内资  □ 合资  □ 外资  □ 股份制  □ 事业 □ 民营□ 其他

	业务领域
	□ 专用设备       □ 测试仪器

	股权结构
	股东名称（前五位）
	持股比例（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	职工总数
	
	其中技术人员总数
	

	职工学历构成
	大专及以下
	
	本科
	
	硕士
	
	博士
	


	职工人员构成
	管理人员数
	
	研发

人数
	
	市场推

广人数
	
	其他

人数
	

	主要生产的专用

设备、测试仪器
	1、                     

2、                     

3、                     

4、                     

5、                     

	专用设备、测试仪器主要应用厂商
	1、                     

2、                     

3、                     

4、                     

5、                     

	年份
	产量

（台）
	外销比

（%）
	年份
	销售额

（万元）
	外销比

（%）

	2006年
	
	
	2006年
	
	

	2007年
	
	
	2007年
	
	

	2008年
	
	
	2008年
	
	

	2009年
	
	
	2009年
	
	


调查表四：LED关键材料生产企事业单位调查表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	 

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电话
	

	单位负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	
	
	电子邮件
	

	
	
	传真
	

	单位注册日期
	
	所在高新技术

产业园
	

	单位注册资金
	万元/万美元
	被认定为高新技术企业
	□是       □否

	企业性质
	□ 内资  □ 合资  □ 外资  □ 股份制  □ 事业 □ 民营□ 其他

	股权结构
	股东名称（前五位）
	持股比例（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	职工总数
	
	其中技术人员

总数
	

	职工学历构成
	大专及以下
	
	本科
	
	硕士
	
	博士
	

	职工人员构成
	管理人员数
	
	研究开发人员数
	
	市场推广人员数
	
	其他

人数
	

	关键材料种类
	1、                     

2、                     

3、                     

4、                     

5、                     

	产品主要

应用厂商
	1、                     

2、                     

3、                     

4、                     
5、                     

	年份
	产量

（请选择合适单位）
	外销比

（%）
	年份
	销售收入

（万元）
	外销比（%）

	2006年
	
	
	2006年
	
	

	2007年
	
	
	2007年
	
	

	2008年
	
	
	2008年
	
	

	2009年
	
	
	2009年
	
	


调查表五：LED企事业单位知识产权状况调查表
	一、单位名称：

	二、知识产权管理机构及人员基本情况

	1．你单位有无专门的知识产权管理部门  □有   □无

2．你单位知识产权管理是否设在科技研发等管理部门  □是   □否

3．你单位有无专职的知识产权管理人员  □有   □无   □无，但有兼职人员

4．你单位有无比较完整的知识产权战略或工作计划□有    □无

5．你单位的知识产权管理人员是否参加过专门的知识产权培训   □是    □否；

培训方式是： □自办培训   □参加外部培训   ■总培训人次：            
6．你单位的研发人员是否参加过专门的知识产权培训  □是    □否

培训方式是：□自办培训   □参加外部培训    ■总培训人次：             
7．你单位生产的产品在研发前、研发中及产品上市前是否对专利等技术信息进行过检索、分析   □是    □否

8．你单位是否有知识产权管理规章制度：

□ 是，包括：□专利保护制度  □商业秘密保护制度    □其他    
□ 否，因为：□工作尚未安排  □不迫切  □ 不知道如何制定 □ 暂时没有

9．你单位是否有具体的知识产权奖励规定：

□ 是  包括：□ 精神奖励   □定额奖金   □收益提成   □其他           。

□ 否  因为：□ 没有奖金来源   □促进作用有限   □有副作用。

10．你单位是否关注国内外竞争对手的专利动向：

□是    做法：□ 定期或经常  □ 偶尔   □ 遇特定事件关注

□否   因为：□ 没有必要    □没有精力    □不知道如何做

	三、知识产权拥有及实施基本状况

	单位：件
	专利授权数量
	已授权且仍然有效的专利数量
	已获得受理专利数量

	总     数
	
	
	

	其中：发明专利
	
	
	

	实用新型专利
	
	
	

	外观专利
	
	
	

	国外申请
	
	
	

	1. 截至目前，你单位购买他人专利数量            
2. 截至目前，你单位被许可使用专利数量            
3. 截至目前，你单位拥有在国内注册的商标数量      ，在国外注册的商标数量       
4. 截至2009年，你单位拥有专利的实施数量        ，许可他人实施专利数量        ，向他人转让专利数量        。你单位是否有对外许可或转让的需要     □是    □否

5. 你单位是否参与过行业技术标准的制定工作         □是    □否

6. 你单位是否有知识产权质押融资的需要             □是    □否

7. 你单位是否利用自己的知识产权进行过质押融资     □是    □否

8. 截至目前，你单位是否发生过知识产权诉讼         □是    □否

若为被告，侵权诉讼案件数量：      ，其他类型诉讼案件数量：      
9. 如果发生过知识产权诉讼，诉讼所在地是：□国内            □国外

10. 如果发生过知识产权侵权诉讼，你单位是起诉方（原告），

被诉方是□国内企业或机构，诉讼案件数量：            

被诉方是□国外企业或机构，诉讼案件数量：           

11. 如果发生过知识产权侵权诉讼，你单位是被诉方（报告），

起诉方是□国内企业或机构，诉讼案件数量：            

起诉方是□国外企业或机构，诉讼案件数量：           

12. 你单位在开展技术研发和知识产权工作过程中遇到的问题和困难：                

                                                                                          。


